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e sicheres VerschlieRen von Durchsteigern (Via Holes)
o |6semittelfreies 1-Komponenten-System
e kein Antrocknen im Sieb

e nahezu kein Volumenschrumpf aufgrund des
100%igen Festkérpergehaltes

e gemeinsame Aushartung mit Lotstopplack mdglich
e beste Nichtbrennbarkeitsstufe UL 94 V-0 (s. Punkt 3)

Dieses Merkblatt gilt fir folgende Einstellungen:

e SD 2361, griin-transparent

e SD 2361 T, grin-transparent, thixotrop

e SD 2361 PBF-T, gelbgrun-transparent, thixotrop

Indizes: SD = Siebdruck
T = thixotrop
PBF = Sonderfarbton
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Technisches Merkblatt Reihe SD 2361

1. Allgemeines

Die 1-Komponenten-Durchsteigerfiller der Reihe SD 2361 werden im Siebdruckverfahren aufge-
bracht, um Durchsteigerbohrungen (Via Holes) zu verschliel3en.

Alle Symbole, die in diesem Merkblatt und auf unseren Gebinden verwendet werden wie z. B. g,
sind auf unserer Homepage www.peters.de unter dem Punkt ,Service — Etikettensymbole*
erklart.

2. Anwendung
In der Leiterplattenfertigung werden Durchsteigerbohrungen mit Lack verschlossen, um:
e das Durchsteigen von Létzinn zu verhindern,

e auszuschlielRen, dafl} FluBmittelreste sich in den Bohrungen festsetzen und in diesen bzw. unter
Bauteilen kritische Mikroklimate bilden,

e die Bohrungen fir die Vakuumadaption beim Incircuit-Test abzudichten.

Aufgrund des 100%igen Festkdrpergehaltes tritt bei der Aushartung so gut wie kein Volumen-
schrumpf auf, so dal die NaRschichtdicke nahezu der Trockenschichtdicke entspricht. Die Durch-
steigerfliller der Reihe SD 2361 sind daher gegeniber 2-Komponentenlacken zu bevorzugen, da
diese beim Trocknen aufgrund des Losemittelgehaltes u. U. einen grofieren Volumenschrumpf
aufweisen, so dal} die Bohrungen nach der Trocknung nicht mehr vollstandig verschlossen sind.

Beim VerschlieRen von Durchsteigerbohrungen mit 2-Komponenten-Létstopplacken besteht wei-
terhin die Gefahr, dal’3 Lésemittel eingeschlossen werden, die beim spateren Létprozeld zu explo-
sionsartigen Verdampfungen fihren kénnen.

Somit bieten die Durchsteigerflller der Reihe SD 2361 aufgrund des 100%igen Festkdrpergehaltes
deutlich héhere Prozel3sicherheit als 2-Komponenten-Systeme.

3. Besondere Hinweise

Die Durchsteigerfiiller der Reihe SD 2361 sind mit der besten Nichtbrennbarkeitsstufe V-0 nach
UL 94 zugelassen (UL File No. E80315; Registriertes Warenzeichen der W\ Underwriters Labo-
ratories Inc.; Northbrook, lllinois 60062).

Der Durchsteigerfiller SD 2361 wurde flr Weltraumanwendungen zertifiziert: Er hat den Outgas-
sing-Test nach ASTM E595 bestanden.

Die von der NASA (National Aeronautics and Space Administration) anerkannte Priifmethode
sieht die Messung zweier Parameter vor:

e Gesamtmasseverlust (% TML = total mass loss)

e gesammelte flichtige kondensierbare Materialien (% CVCM = collected volatile condensable
material).

Diese beiden MeRgroRen sind entscheidend fur den Einsatz von Produkten im Vakuum. Ausga-
sende Stoffe kdbnnen an empfindlichen Bauteilen der Elektronik kondensieren und so zu Proble-
men/Ausfallen flihren.

Der Durchsteigerfiller SD 2361 ist somit das ideale Produkt fir den Einsatz in der Weltraumelek-
tronik. Er gehort zu den freigegebenen Durchsteigerfiillern des NASA Jet Propulsion Laboratory.

Die thixotrop eingestellten Durchsteigerfiiller der Reihe SD 2361 (Index T) sind speziell fir grof3ere
Bohrungen (ca. 0,5-1 mm) geeignet.

Bei Kontakt des Durchsteigerfillers SD 2361 mit Goldflachen oder anderen Metalloberflachen
kann es bei Erwarmung zu Ausblutungen (,Bleeding“) kommen, welche die Létbarkeit beeintrachti-
gen. Wenn die mit dem Durchsteigerfuller SD 2361 verschlossenen Bohrungen durch eine L6t-
stopplackbarriere (z. B. einen einfachen Loétstopplacksteg) von den Létpads getrennt sind, so ver-
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Technisches Merkblatt Reihe SD 2361

hindert der Lotstopplack ein Ausbluten, oder aber die Bereiche missen ausreichend weit von ein-
ander entfernt sein.

Wenn keine Trennung zwischen Létpad und zu verschlieRender Bohrung moglich ist wie z. B. bei
der Via-in-Pad-Technik, ist der Einsatz eines nicht blutenden Lacksystems wie unserem 2-
Komponenten-Durchsteigerfiiller SD 2768 NB (Index NB = No Bleeding) zu empfehlen, der ein si-
cheres VerschlieRen der Bohrungen ermdglicht. Nachteilig ist hier allerdings die notwendige
Stufentrocknung/-hartung, damit das Lésemittel vollstdndig aus dem Lack entfernt wird.

Wenn verzinnte Durchsteigerbohrungen mit den Durchsteigerfillern der Reihe SD 2361 verschlos-
sen werden, kann es bei erneutem Lo6ten durch das Aufschmelzen des Zinns zu einem Absacken
des Durchsteigerfiillers kommen. Die Durchsteigerfiiller der Reihe SD 2361 sind daher fiir solche
Anwendungen nicht geeignet.

Zur Erzeugung sehr ebener, metallisierbarer Lochflllungen, z. B. fir die SBU-Technologie, stehen
die Plugging-Pasten der Reihe PP 2795 zur Verfligung, die im Siebdruckverfahren, Vakuum-
Plugging-Verfahren oder Roller-Coating-Verfahren aufgebracht werden. Es handelt sich dabei um
I6semittelfreie 1-Komponentensysteme, die sich blasenfrei verarbeiten lassen und sich durch gute
Haftfestigkeit, Schleifbarkeit und Metallisierbarkeit auszeichnen.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden. Auf
unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte”.

4. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt. Sie finden dort detaillierte Angaben und Kenn-
zahlen zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie zu Transport, Lagerung, Handhabung und
Entsorgung.

-> Beachten Sie die allgemein Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien.

-> Lesen Sie die Technische Information Tl 15/3 ,,SchutzmafRnahmen beim Arbeiten mit
Chemikalien einschlieBlich Lacken, VerguBmassen, Verdiinnungen, Reinigungsmitteln“
Auf unserer Merkblatt-CD und im Internet finden Sie Technische Informationen unter der Rubrik
~Service®.

5. Kennzahlen

SD 2361 SD2361T SD 2361 PBF-T
Farbe, Aussehen grin-transparent grin-transparent gelbgriin-transparent
Festkdrpergehalt 100 % 100 % 100 %

Viskositat* bei 20 °C

DIN EN ISO 3219 26 000 + 8 000 mPas 37 000 = 10 000 mPas 37 000 = 10 000 mPas

Dichte bei 20 °C

DIN EN ISO 2811-1 1,14 £ 0,05 g/cm? 1,14 £ 0,05 g/cm? 1,14 £ 0,05 g/cm?

* gemessen mit Haake RS 600, C 20/1°, D = 50 s, ViskositatsmeRgerat der Firma:
Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH (vormals Haake-Messtechnik GmbH + Co)
Dieselstralle 4, 76227 Karlsruhe, Deutschland
Telefon +49 (0) 721 - 40 94 - 0, Telefax +49 (0) 721 - 40 94 - 300
www.thermo.com

6. Eigenschaften

Die Durchsteigerfiller der Reihe SD 2361 zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

6.1 Allgemeine Eigenschaften

e enthalten keine der in der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, der EU-Altauto-Richtlinie 2000/53/EG
und der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG genannten Stoffe
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o |6semittelfrei, d. h. die NaRRschichtdicke entspricht weitgehend der Trockenschichtdicke und es
tritt so gut wie keine Geruchsbelastigung auf

e kein Antrocknen im Sieb

e sicheres VerschlieRen der Bohrungen

e im Vergleich zum VerschlieBen der Bohrungen mit 2-Komponenten-Ldtstopplack geringerer
Fertigungsaufwand und héhere Prozellsicherheit

e gemeinsame Aushartung mit Lotstopplack moéglich, dadurch Prozeflbeschleunigung und gerin-

gere Warmebelastung

e hervorragende Lotbadbestandigkeit, auch in bleifreien Lotprozessen

e bestandig in chemischen Zinn-Badern

e sehr gute Elektrokorrosionsbestandigkeit
e UL-Zulassung mit der besten Nichtbrennbarkeitsstufe V-0 nach UL 94 (siehe Punkt 3)
¢ frei von halogenhaltigen Flammschutzmitteln.

6.2 Physikalische und mechanische Eigenschaften

Eigenschaft

Priifmethode

Ergebnis

Haftfestigkeit

IPC-SM-840E, Pkt. 3.5.2.1

Klasse Hund T

Lésemittelbestandigkeit

30 min in Methylenchlorid (Dichlor-
methan) bei Raumtemperatur

erfillt (> 120 min)

Loétbadbestandigkeit

IPC-SM-840E, Pkt. 3.7.2
IPC-TM-650, 2.6.8
UL 94

erflllt: 20 s bei 265 °C
erflllt: 10 s bei 288 °C
erflllt: 20 s bei 290 °C*

GlaslUbergangstemperatur Tg

TMA (Thermomechanische Analyse)

ca. 85 °C

Thermischer Ausdehnungs-
koeffizient (CTE)

TMA (Thermomechanische Analyse)

ca. 630 ppm/°C < Tg
ca. 1470 ppm/°C > Tg

Outgassing

ASTM E595 (Grenzwerte:
TML < 1,00 %, CVCM < 0,10 %)

TML = 0,649 %
CVCM = 0,00 %

* Die Durchsteigerfiller der Reihe SD 2361 erfullen mit einer Létbadbestandigkeit von 20 s bei 290 °C
die Anforderungen an die Temperaturbestandigkeit beim Létproze® mit bleifreiem Lot.

6.3 Elektrische Eigenschaften

Eigenschaft Priifmethode Ergebnis
I IPC-TM-650, 2.5.6.1
Durchschlagfestigkeit DIN EN 60243-1 70 kV/mm
R . VDE 0303, Teil 30/DIN IEC 60093 14
Oberflachenwiderstand IPC-TM-650, 2.5.17.1 2x107 Ohm
spezifischer VDE 0303, Teil 30/DIN IEC 60093 5% 10" Ohm x cm
Durchgangswiderstand IPC-TM-650, 2.5.17.1

Vergleichszahl der Kriechwegbil-
dung (Kriechstromfestigkeit, CTI =
Comparative Tracking Index)

DIN EN 60112
Basismaterial mit CTI 200

CTI > 250

* Der CTI-Wert der Beschichtung ist u. a. auch von den Kriechstromfestigkeitswerten des Basismate-
rials abhangig. Mit den Durchsteigerfullern der Reihe SD 2361 wird der CTI-Wert des Basismaterials

mindestens gehalten.
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7. Verarbeitung

Da es aufgrund der Vielzahl der Variationsmoglichkeiten unmaoglich ist, Pro-
zesse und Folgeprozesse in ihrer Gesamtheit beziiglich ihrer Schwankungs-
breite (Parameter, Wechselwirkungen mit eingesetzten Materialien, chemi-
schen Prozessen und Maschinen) beurteilen zu kénnen, sind die von uns
empfohlenen Parameter nur als Richtwerte zu verstehen, die unter Laborbe-
dingungen ermittelt wurden. Wir empfehlen, die genauen ProzeRgrenzen un-
ter Ihren Produktionsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf die
Kompatibilitat mit lhren spezifischen Folgeprozessen, zu ermitteln, um eine
stabile Fertigung und qualitativ hochwertige Produkte sicherzustellen.

Die angegebenen Produktdaten basieren auf standardisierten ProzeRbedin-
gungen/Priufbedingungen der genannten Normen und miissen unter geeigne-
ten Priifbedingungen an prozessierten Leiterplatten verifiziert werden.

Unsere Anwendungstechnische Abteilung (ATA) steht lhnen selbstverstand-
lich fur Fragen und eine Beratung jederzeit gerne zur Verfiigung.

7.1 Viskosititseinstellung

Die Durchsteigerfiller der Reihe SD 2361 werden in Druckviskositat geliefert und dirfen nicht ver-
dinnt werden, damit der 100%ige Festkdrpergehalt erhalten bleibt, der das sichere VerschlieRen
der Durchsteigerbohrungen ermdglicht.

7.2 Hilfsmittel
Als Hilfsmittel fir den Siebdruck empfehlen wir folgende Produkte:

e Sieboffner HP 5200
Der Siebéffner HP 5200 ist ein hochaktiv eingestelltes Spray, das angetrocknete Schaltungs-
drucklacke sofort und zuverlassig aus verstopften Sieben I6st. HP 5200 ist silikonfrei und ent-
halt keine Ole oder 6ligen Substanzen, so daR kein Schmiereffekt auftritt.

e Anti-Statik-Spray HP 5500
Mit dem Anti-Statik-Spray HP 5500 kénnen Sie die beim Siebdruck auftretende statische La-
dung verhindern bzw. beseitigen. HP 5500 ist silikon- und fettfrei.

¢ Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817
Das Reinigungsmittel R 5899 ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung und
einfach und sicher zu handhaben. Aufgrund des extrem hohen Flammpunktes (> 100 °C) ist es
speziell fur die grundliche Reinigung in Siebwaschanlagen geeignet. Das Reinigungsmittel
R 5899 zeichnet sich durch einen niedrigen Dampfdruck (< 0,1 hPa bei 20 °C) aus und fallt da-
her nicht unter die EU-Richtlinie 1999/13/EG, die Losemittel anhand des Anteils an fllichtigen
organischen Verbindungen (VOC = Volatile Organic Compounds) beurteilt.

Weiterhin steht das Reinigungsmittel R 5821 zur Verfugung, das aufgrund des hohen Flamm-
punkts von +32 °C ebenfalls gut fur die Siebreinigung in Siebwaschanlagen eingesetzt werden
kann und sich auch fir die Reinigung von Arbeitsgeraten eignet. Fur die manuelle Reinigung
von Sieben und Arbeitsgeraten empfehlen wir das Reinigungsmittel R 5817 mit schneller und
intensiver Reinigungswirkung.

Verwenden Sie das Reinigungsmittel nicht als Verdiinnung oder zum Sau-
bern der Hande. Losemittel entziehen der Haut das natiirliche Fett.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir Ihnen auf Anfrage gern zusenden. Na-
here Informationen zur EU-VOC-Richtlinie 1999/13/EG finden Sie in unserer Technischen Infor-
mation Tl 15/110 ,,Die EU-VOC-Richtlinie — Inhalte und Konsequenzen fiir die Leiterplatten-
branche‘. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produk-
te“ und Technische Informationen unter der Rubrik ,Service®.
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7.3 Siebdruck

- Lesen Sie unsere Technischen Informationen Tl 15/11,,Die Siebdruckschablone in der Lei-
terplattenindustrie” und Tl 15/13 ,,Vorreinigung in der Leiterplattenfertigung®“. Auf unserer
Merkblatt-CD und im Internet finden Sie Technische Informationen unter der Rubrik ,Service®.

- Stellen Sie sicher, dal} die Durchsteiger sauber, trocken, fett- und oxidfrei sind, und Kupfer-
oberflachen méglichst eine mittlere Rauhtiefe von 2 ym aufweisen.

empfohlene Siebdruckparameter

Siebgewebe

Stahlgewebe:

- 224/100 (80 mesh Standard-Gewebe) / 245/65 oder 265/50

flr Vorversuche kann auch ein Polyestergewebe 36—90 bis 43—-80 verwendet
werden (nach alter Nomenklatur Polyester 35—43 T)

Siebdruckschablone

Freistellungen im Siebgewebe > Durchmesser der Bohrungen
(um 0,1-0,2 mm grdfer, je nach DruckformatgrofRe)

Ein hoher Schablonenaufbau ist nicht notwendig, da der Lack ausschlieBlich in
die Bohrungen gedruckt werden soll. In der Regel reicht es aus, die Siebmaschen
mit einer dinnen Emulsionsbeschichtung oder einem diinnen Kapillarfilm zu ver-
schlief3en

Druckunterlage ca. 3 mm dick, Basismaterial, das mit demselben Bohrprogramm gebohrt wurde,
jedoch mit fliinffach grofierem Durchmesser als die Durchsteigerbohrung (Durch
die Druckunterlage wird das Fllen der Bohrungen erst ermoglicht, da es unter
den Bohrungen keinen Widerstand durch Luftpolster gibt.)

Denkbar ist auch ein Auflagegitter, das kein Nachfedern des Druckgutes zulaft.

Siebabsprung mdglichst gering

Fluten Gummirakel 75 Shore A, Rakelschliff 90°, schiebend 70°

Drucken Gummirakel 75 Shore A, Rakelschliff: 30—45°, Druckwinkel 90°

moglichst hoher Rakeldruck (4 bar), moglichst geringe Druckgeschwindigkeit

Diese Druckparameter haben orientierenden Charakter und missen abhangig vom Layout der
Leiterplatte optimiert und an die jeweiligen Produktionsbedingungen angepal3t werden.

7.4 Beispielhafter ProzeRablauf

e bei Verwendung eines konventionellen 2-Komponenten-Loétstopplackes, z. B. aus der Reihe
SD 2462 NB in Kombination mit dem Durchsteigerfuller SD 2361:

Vorreinigung der Leiterplatte

v

Druck des 2-Komponenten-Loétstopplackes
auf die 1. Leiterplattenseite

v

Anharten des Lotstoppslackes (z. B. 10 min, 120 °C)

v

Druck des Lotstopplackes auf die 2. Leiterplattenseite

v

Anharten des Loétstoppslackes (z. B. 10 min, 120 °C)

y

Druck des Durchsteigerfillers SD 2361

v

mind. 30 min bei 150 °C,
gdf. langer, wenn fir den Létstopplack erforderlich

Endaushartung

www.peters.de
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e bei Verwendung eines fotostrukturierbaren 2-Komponenten-Létstopplackes, z. B. aus der Reihe
ELPEMER® 2467 oder 2469 SM in Kombination mit dem Durchsteigerfiiller SD 2361:

Vorreinigung der Leiterplatte

'

beidseitige Verarbeitung des fotostrukturierbaren L&t-
stopplackes bis nach dem ProzefRschritt "Entwickeln",
ggaf. UV-Zwischenhartung

v

Druck des Durchsteigerfillers SD 2361

v

Endaushartung
mind. 30 min bei 150 °C,
ggf. langer, wenn fir den Loétstopplack erforderlich

Diese ProzeRablaufe sind als unverbindliche Vorschlage zu verstehen. Fiih-
ren Sie Vorversuche durch, um den ProzeR optimal an die individuellen Pro-
duktions- bzw. Produktgegebenheiten anzupassen.

8. Trocknung/Aushartung
Die Durchsteigerflller der Reihe SD 2361 werden unter folgenden Bedingungen ausgehartet:

30—45 min* bei 150 °C.

* Objekthaltezeit: Die Aushartezeit kann erst ab dem Zeitpunkt gerechnet werden, ab dem die Leiter-
platten die Aushartetemperatur erreicht haben.

Die Aushartung kann auch in einem IR-Durchlauftrockner erfolgen.

= Fihren Sie Vorversuche durch, um das optimale Temperaturprofil fir die Aushartung des
Durchsteigerfillers zu ermitteln.

9. Standardverpackung

Die Durchsteigerfiller der Reihe SD 2361 werden in folgender Verpackung geliefert:
10 Dosen a 0,5 kg = 5 kg = 1 Verkaufseinheit.

Anbruchmengen einer Verkaufseinheit sind moglich, haben jedoch Zuschlage fir Verpackungsko-
sten zur Folge.

10. Haltbarkeit und Lagerbedingungen

Mindesthaltbarkeit und Lagerbedingungen sind auf den Gebinden angegeben.

g Haltbarkeit: in ungeoffneten Originalgebinden mindestens 4 Monate

759 optimale Lagerbedingungen: +5 °C bis +10 °C
‘/ﬂ Schiitzen Sie die Gebinde vor Sonnen- oder sonstiger Warmestrahlung, da
es sich um ein temperaturempfindliches System handelt.

vor Frost schiitzen

Aus Grunden der Lagerhaltung kann es in Einzelfallen vorkommen, dal} bei Auslieferung die vorab
angegebene Haltbarkeit unterschritten wird. Es ist jedoch sichergestellt, dal’ unsere Produkte bei
Verlassen unseres Hauses mindestens 2/3 der Haltbarkeit besitzen.

www.peters.de 7
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11. Literaturhinweise/Technische Druckschriften

Als Erganzung zu den in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen kdnnen wir Ihnen Fachrefe-
rate und Technische Informationen aus unserem Hause zur Verfligung stellen. Informieren Sie sich
unter http://www.peters.de oder auf unserer Merkblatt-CD unter der Rubrik ,Service".

Als weitere Literatur empfehlen wir:
Dr. Manfred Suppa, Hrsg. Werner Peters: ,,Schutzlacke fiir elektronische Baugruppen*
1. Auflage, 2010, Lackwerke Peters GmbH + Co KG, ISBN 978-3-00-032764-3

Werner Jillek, Gustl Keller: ,,Handbuch der Leiterplattentechnik®, Band 4

unter Mitarbeit von 31 Mitautoren, u. a. von Werner Peters, Rudiger Dietrich, Michael Miller und
Dr. Manfred Suppa (samtlich Mitarbeiter unseres Hauses), Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau,
2003, ISBN 3-87480-184-5

Hans Gerd Scheer: ,,Siebdruck-Handbuch*
Verlag Der Siebdruck, Libeck, 1999, ISBN 3-925402-41-1.

12. Weitere Produkte fir die Leiterplattenfertigung

Wir halten ein komplettes Programm an Atzresists (fotostrukturierbar, UV-hirtend, konventio-
nell hartend), Galvanoresists, Lotstopplacken (fotostrukturierbar, UV-hartend, konventionell
hartend) sowie an abziehbaren Loétstopplacken, Signierlacken (fotostrukturierbar, UV-
hartend, konventionell hartend), Carbon-Leitlacken, Durchsteigerfiillern (rein thermisch har-
tend), Dickschichtfiillern, Plugging-Pasten, Heatsink-Pasten, Spezial-Strippern fiir Lotstopp-
lacke und weiteren Hilfsprodukten fur den Schaltungsdruck (u. a. Reinigungsmittel, Ver-
diinnungen) fir Sie bereit.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir auf Anfrage gerne zur Verfligung stel-
len. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte®.

13. Weitere Produkte fur die Elektronik/Elektrotechnik

Wir halten ein reichhaltiges Programm an Schutzlacken, Dickschichtlacken, VerguBmassen,
GieRBharzen, Elektropasten, Isolierlacken, Tranklacken, Klebelacken und Elektrohilfsproduk-
ten fur Sie bereit.

Fir diese Produkte liegen spezielle Merkblatter auf, die wir auf Anfrage gerne zur Verfugung stel-
len. Auf unserer Merkblatt-CD finden Sie Technische Merkblatter unter der Rubrik ,Produkte®.

Haben Sie noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen bei der Lésung lhrer Probleme. Auf Anfrage senden wir
Ihnen kostenlos Muster und Technische Druckschriften zu.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen
nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Die Produkte sind ausschlief3lich fir die im jeweiligen Merkblatt angegebenen Anwendungen vorgesehen.

Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblatter und techni-
schen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Bera-
tung von lhnen hergestellten Produkte erfolgen aulRerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich
in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MaRRgabe unserer jeweils aktuellen Allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Lackwerke Peters GmbH + Co KG
Hooghe Weg 13, D-47906 Kempen

Internet: www.peters.de
E-Mail: peters@peters.de

Telefon (0 21 52) 20 09-0
Telefax (0 21 52) 20 09-70

8 www.peters.de



